
中國工商銀行(亞洲)證券業務部

1/4

全球高科技行業正快速發展，當中以人工智能（AI）及半導體行業最

具代表性。近年，美國大型科技企業將兩者的發展合二為一，令 AI

半導體成為全球市場焦點。同時，由於半導體行業需求處於擴張週期，

亦帶動出口半導體生產的國家貿易表現。美國 AI 半導體企業將以提升

運算速度作首要發展。因此，可以留意美國半導體板塊的表現。

AI 半導體的發展情況

AI 近年發展迅速，並已經應用於多個領域，例如自動駕駛、智慧機械

設備及資料中心等。由於 AI 快速滲透各個行業，故成為推動經濟增長

的重要引擎。據市場資料研究公司 Statista 預期，到 2030 年，AI 將

為美國經濟增長貢獻 21%，當中以提高生產力及創造新商業模式的貢

獻最大，分別佔 15%及 10%。至於半導體方面，主要應用在電腦、

手機、工業及車載資料通訊系統等。半導體可以利用 AI 演算法及深度

學習等方式，優化及自動化生產線流程。在 AI 與半導體的雙重作用下，

可提升處理數據的能力和速度、以及減省能源消耗等。據電子數據公

司 IBS 及資料研究顧問 McKinsey Analysis 的資料指出，半導體的晶
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片已由 21 世紀初約 100 納米（nm）進化到只有 5nm，並預計今年

開始生產 2nm 的半導體。晶片尺寸縮小、內容存量及運算能力得以

提升，都是推動 AI 半導體發展的重要因素。

半導體市場料因 AI 加速擴張

在 AI 普及的情況下，全球半導體行業出現強勁需求。據科技調查公司

IDC 的管理層接受《日本經濟新聞》訪問時表示，半導體需求上升是

由於添加了 AI 的功能所推動。他表示，今年全球半導體市場規模將按

年升兩成，達到 6,300 億美元（下同）。當中，涉及 AI 部分已達到 1,180

億元，約佔總規模 19%。IDC 估計，2024 年全球數據中心使用 AI 半

導體將按年增加 69%，並預期未來兩年將分別按年增加 22%及 17%。

此外，據南韓產業通商資源部公布，當地今年 6 月份的半導體出貨量

達到 134 億，按年增長 51%，而且是連續第八個月出現正增長。在全

球對 AI 半導體的需求增加，再加上半導體市場進入擴張週期，以及美

國企業早已大量投資半導體的研發，故相關技術存在優勢。

美國 AI 半導體行業集中提高運算速度

美國科技企業加速在 AI 方面的發展。據近年人氣高企的一間科技企業

行政總裁在「台北國際電腦展」表示，AI 的新一波浪潮是物理 AI，而

公司將全力提升算力芯片的運算速度。以 AI 大模型 Chat GPT 為例，



中國工商銀行(亞洲)證券業務部

3/4

2018 年在訓練 GPT-1 時，所用到的參數數量及數據訓練量分別為

1.17 億及 5GB。但到 2020 年訓練 GPT-3 時，以上兩者的數量分別

增加到 1750 億及 45TB。因此，預料未來美國 AI 半導體行動將集中

提高運算的速度，令其效率提升，以提高產品的質素和優勢。

總結：

在 AI 及半導體結合之下，全球 AI 半導體市場的技術將會大幅提升。

同時，有關技術及行業進入擴張週期，將帶動 AI 半導體的需求增加，

而且美國 AI 半導體企業將以提升運算速度作首要發展。因此，可以留

意美國半導體行業的表現。

資料來源:：Statista、IBS、McKinsey Analysis、IDC、《日本經濟新

聞》、南韓產業通商資源部

——中國工商銀行(亞洲)證券業務部分析員葉澤恒
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